
Компания IBM (Ion Beam Milling) была основана в 1982 году супругами Куаган с использованием капитала 
Научного Содружества Александрии, Виржиния, США. Штаб-квартира компании находится в Манчестере, 
Великобритания. С момента образования компания специализировалась на производстве тонких плёнок и 
устройств на их основе. В настоящее время компания является ведущим производителем прецизионных 
изделий с применением фотолитографии и фрезерования ионным пучком. Технология фрезерования ион-
ным пучком (Ion Beam Milling), применяемая компанией IBM, сертифицирована по стандарту ISO 9001:2008.

Вся продукция компании IBM удовлетворяет требованиям военных стандартов, т.е. относится к классу H. 
Два вида изделий: индуктивности и аттенюаторы могут выпускаться в космическом исполнении (класс K). 

АТТЕНЮАТОРЫ И СОГЛАСУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ

Микроминиатюрные сверхвысокочастотные аттенюаторы компании IBM 
имеют габаритные размеры 2.50x2.00x0.25 мм. При этом точность по длине 
и ширине составляет 0.05 мм, а по толщине 0.01 мм. Аттенюаторы произво-
дятся в диапазоне от 1 до 20 дБ с шагом в 1 дБ. Частотный диапазон для ат-
тенюаторов компании IBM составляет от постоянного тока до 26.5 ГГц. Не-
равномерность ослабления в диапазоне до 18 ГГц не превышает 0.3 дБ. 
КСВН составляет в диапазоне до 12.4 ГГц 1.20:1, от 12.5 до  18.0 ГГц 1.30:1, 
от 18.1 до 26.5 ГГц 1.40:1. Металлизация выполняется из никеля или соеди-
нений титана или тантала с покрытием из золота толщиной 120 микрон.

МИКРОПОЛОСКОВЫЕ ИНДУКТИВНОСТИ 
В ИНТЕГРАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ

Компания IBM производит микрополосковые индуктивности в интеграль-
ном исполнении на основе кварца или корунда, что позволяет применять их 
для точной настройки и подстройки сверхвысокочастотных усилителей, пе-
реключателей, умножителей. Стандартные размеры индуктивностей 0.635x 
0.635x0.381 мм. Микрополосковые индуктивности компании IBM могут при-
меняться на частотах до 18 ГГц. Толщина полосков и зазоров не превышает 
10 микрон. Металлизация выполняется из титана, платины или золота с обе-
их сторон. В зависимости от номинала индуктивности количество витков 
меняется от 1 до 20.

МИКРОПОЛОСКОВЫЕ ПЕРЕДАЮЩИЕ ЛИНИИ

Сборки или отдельные микрополосковые линии на подложке из корунда 
для применения в ВЧ и СВЧ устройствах. Волновое сопротивление линий 50 
Ом. В зависимости от частоты ширина полоска может быть от 0.118 до 0.635 
мм, а толщина подложки от 0.127 до 0.635 мм с погрешностью ± 0.0254 мм.     
Микрополосковые линии выпускаются на рабочие частоты до 30 ГГц. Поте-
ри на прохождение в зависимости от частоты и толщины подложки от 0.006 
до 0.662 дБ.

ОДНОСЛОЙНЫЕ КОНДЕНСАТОРЫ

При производстве конденсаторов компания IBM использует в качестве 
подложки корунд (чистотой 99.6%), оксид бериллия или нитрид алюминия. 
Толщина подложки 0.381, 0.254, 0.127 мм с точностью 0.0127 мм. Металли-
зация с обеих сторон выполняется из титана, платины или золота. Резонанс-
ная частота последовательного контура для конденсаторов номиналом ме-
нее 1 пФ выше 30 ГГц, номиналом 1...2 пФ выше 22 ГГц. Напряжение пробоя 
выше 100 Вольт. Все конденсаторы на верхней поверхности имеют зазор 
размером 5 микрон для предотвращения спаивания при монтаже пайкой 
или затекания эпоксидной смолы при герметизации.
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ОТВЕТВИТЕЛИ ЛАНГЕ

Ответвители Ланге относятся к микроволновым устройствам общего на-
значения и могут применяться в самых разных СВЧ устройствах, например 
в усилителях, смесителях и модуляторах сигналов. В общем виде ответви-
тели Ланге компании IBM представляют собой устройства с четырьмя пор-
тами – входной порт, порт с электрической развязкой, прямой проходной 
порт и фазированный порт со сдвигом фазы 90°. Для необходимой конфи-
гурации ответвителя в его состав может входить от 4 до 8 внутренних кон-
фигурирующих полосков. Ширина полосков и зазоров не выше 10 микрон с 
точностью ±1 микрон.

ПОДЛОЖКИ ДЛЯ ЛАЗЕРНЫХ ДИОДОВ

Компания IBM выпускает прецизионные подложки и основания для излу-
чающих полупроводниковых лазерных диодов. Благодаря точной обработке 
поверхности, точной ширине зазоров и точному соблюдению размеров мон-
тажных поверхностей удаётся обеспечить для диодов работоспособность в 
режиме высокой потребляемой мощности и максимально сократить риск 
перегрева. В качестве диэлектрика компания использует корунд чистотой 
99.6%, нитрид алюминия, оксид бериллия или полученный химическим 
осаждением алмаз. Металлизация выполняется из соединений титан/плати- 
на/золото, титан/никель/золото или золото/олово в соотношении 80/20.

МОЩНЫЕ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ РЕЗИСТОРЫ

Мощные малошумящие резисторы в интегральном исполнении с низким 
температурным коэффициентом сопротивления компании IBM могут быть 
использованы в самых разных устройствах. В качестве материала резисто-
ра применяется нитрид тантала, который при использовании на открытом 
воздухе пассивируется пентаксидом тантала. В качестве подложки приме-
няется нитрид алюминия или оксид бериллия. В особых случаях подложка 
выполняется из химического алмаза. Стандартный размер интегрального 
резистора или резистивной сборки 0.5x0.5 мм.

Для разработчиков СВЧ изделий компания IBM выпускает инженерные наборы (Engineering Kits) аттеню-
аторов, спиральных индуктивностей и микрополосковых линий передачи. Набор аттенюаторов содержит   
45 образцов с ослаблением от 1 до 20 дБ на кварцевой подложке толщиной 0.010”. Набор спиральных ин-
дуктивностей включает 50 образцов размером 0.025” x 0.025” x 0.015” и 5-ю значениями индуктивности. При 
этом количество витков на кварцевой подложке может принимать следующие значения: 2.5, 3.5 и 4.5. Набо-
ры микрополосковых линий передачи выпускаются в 7 вариантах, каждый из которых содержит широкий 
ряд отличающихся образцов.
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